
Stiftkühlkörper Pin heatsinks Dissipateurs à picots 
für IC for IC pour CI
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ICK S 25 x 25 x 12,5
WLF … 25 x 25

Gewicht/Weight/Poids: 6 g

ICK S 25 x 25 x 18,5
WLF … 25 x 25

Gewicht/Weight/Poids: 7 g

ICK S 29 x 29 x 10
WLF … 29 x 29

Gewicht/Weight/Poids: 11 g

ICK S 29 x 29 x 20
WLF … 29 x 29

Gewicht/Weight/Poids: 15 g

ICK S 32 x 32 x 10
WLF … 32 x 32

Gewicht/Weight/Poids: 14 g

Prozessorübersicht Processor overview Résumé de processeurs ➜ B 3 – 6
Pin Grid Array Sockel Pin grid array sockets Socles pin grid array ➜ F 21 – 23
Kühlkörper für BGA’s Heatsinks for BGA’s Dissipateurs pour BGA ➜ B 11 – 14
Kühlkörper für PGA’s Heatsinks for PGA’s Dissipateurs pour PGA ➜ B 7 – 10

B 16

B

bitte angeben:
… doppelseitig klebende 

Wärmeleitfolie:
T 404 � Seite E 20
T 405 � Seite E 20

please indicate:
… thermally conductive washer,

self-adhesive on both sides:
T 404 � Seite E 20
T 405 � Seite E 20

veuillez indiquer:
… feuille thermo-conductrice, 

autocollante des deux côtés:
T 404 � Seite E 20
T 405 � Seite E 20


